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BO KHOA HQC VA CONG NGHE ~ CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic

88:Jd  /2025/TT-BKHCN Ha Ngi, ngay /8 thing 4 nam 2025

THONG TU
Ban hanh Danh muc nguyén li¢u, vét li¢u ban din, thiét bi, may méc,
cong cu cho cong nghiép ban din dwgce khuyén khich ddu tw phat trién

Can cit Ludt Cong nghiép cong nghé sé sé 71/2025/QH15;

Can cu' Nghz dinh s6 55/2025/NP-CP quy dinh chikc ndng, nhiém vu, quyén
han va co cau té chire ciia B6 Khoa hoc va Céng nghé;

Theo dé nghi ciia Cuc truong Cuc Céng nghiép cong nghé thong tin,

B¢ truong B Khoa hoc va Céng nghe ban hanh Théng tw ban hanh Danh
muc nguyén liéu, vt liéu bdan dan, thiét bi, mdy méc, cong cu cho cong nghiép
bdn dan dwgc khuyén khich dau tw phdt trién.

dau tu phat trlen
Danh muc dugc diu chinh, cap nhat phtt hgp véi Chién luge phat trién cong
nghiép ban din Viét Nam va yéu cdu quan 1y nganh, linh vuc trong tirng thoi ky.

Diéu 2. T6 chirc thyc hién

1. Théng tu ndy c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 01 ndm 2026.

2. Tb chirc, doanh nghiép thuc hién hoat dong san xuét nguyén liéu, vat
liéu, thiét bi, may moc, cong cu cho cdng nghiép ban din thuéc Danh muc quy
dinh tai Phu luc ctia Thong tu nay duoc ap dung chinh sach dbi voi nganh, nghé
dic biét vu dai dau tu theo phép luat vé dau tu va phap luat khéc c6 lién quan.

C6 trach nhiém cung cip, cép nhat thong tin cac nguyén li¢u, vét liéu, thiét
bi, may moc, cong cu cho cong nghlep ban din dugc khuyén khlch dAu tu phat
trién trén Hé théng thong tin qubc gia vé cong nghiép cong nghé sb.

3. Chanh Vian phong B9, Cuc trudng Cuc Cong nghiép cong nghé thong
tin, Thu truéng cédc co quan, té chirc, doanh nghiép va ¢4 nhéan c6 lién quan chiu
trach nhiém thi hanh Thoéng tu nay.

4. Trong qua trinh trién khai thuc hién, néu c6 vuéng mic hoic c6 van dé
m&i phét sinh, d€ nghi cc co quan, t6 chirc, doanh nghiép va ca nhin phan anh
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kip thoi v& B Khoa hoc va Céng nghé (Cuc Cong nghiép cong nghé thong tin)
dé nghién ciru, xem xét hudng dan hoic sira déi, bd sung theo quy dinh./. "

Noi nhén: BQ TRUONG
- Thu tudng va cac Ph6 Thi tuéng Chinh phu (dé b/c);
- Van phong Trung uong va cac Ban cua Déang;

- Vin phong Tong Bi thu;

- Vin phong Qudc hoi;

- Vin phong Chu tich nudce;

- Cac B9, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phu;
- Tda an nhan dan tdi cao;

- Vién Kiém sat nhan dan tdi cao;

- Kiém toan Nha nuéc;

- Céc co quan Trung wong clia cac doan thé;

- UBND céc tinh, thanh phé truc thude Trung uong;

- Cyc Kiém tra van ban va Quén Iy xir ly vi pham HC (B Tu phép);

- S& KHCN céc tinh, thanh phé true thudce Trung uong;

- Cong béo, Cong thong tin dién tir Chinh pht;

- B KHCN: B9 truong va cac Thir truong; cic co quan, don vi
thugc Bo; Cong Thong tin dién tir;

- Luu: VT, CNCNTT (20b).




CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

GUYEN LIEU VAT LIEU BAN DAN THIET BI, MAY
MOC, CONG CU CHO CONG NGHIEP BAN DAN PUQC KHUYEN
KHICH PAU TU PHAT TRIEN
(Kém theo Thong tu s6 ja?_ /2025/TT-BKHCN ngaydS™ thang 4{ nam 2025

cua Bo trucng Bé Khoa hoc va Cong nghé)

A. Danh muc nguyén li¢u, vt liéu ban din dwgc khuyén khich dau tw phat trién

|
STT | Nhém nguyén liéu, vit liéu Mo ta

Silicon da tinh thé v&i d6 tinh khiét rat cao

p |Bfieen moh  KEE  0a0 g o eus phii fon tink thi 88 eht thsh

(Polysilicon) i e
, o Hop chét nhu SiC, GaAs, GaN, InP,... dugc
2 | Hop chat ban dan thé hé mai st dung dé san xuat cdc chip ban dan chiu

dugc dién ap cao, nhiét do 16n, tan so cao....

Vit liéu ban din duoc ndu chay, tao thanh
phdi tinh thé don, sau d6 cét lat, lam sach,
) danh bong, oxy hoa dé tao thanh tim wafer
3 | TAm wafer trude khi khic mach. Vat liéu dé san xuét
wafer la Silicon (Si), silicon carbide (SiC),
gallium arsenide (GaAs), gallium nitride
(GaN), hodc Indium Phosphide (InP), ...

Tam nén c6 khic ban thiét ké chip ban dén
dé dung trong qua trinh quang khac; vét liéu
tao ra méat na quang

Mit na quang va vat liéu tao ra
mat na quang

Vit liéu nhay séng, dugc phu/lang dong lén

5 | It eim quang bé mat wafer trong qué trinh quang khéc

Héa chit phuc vu truc tiép dé san xuét chip
Hoéa chét phuc vu san xuét chip | ban din dugc st dung trong cac budc nhu
ban dan oxy héa, quang khéc, n mon, ling dong, cdy
ion, lam sach,... va dong goi.

Khi chuyén dung phuc vu san xuét chip ban
7 Khi chuyén dung phuc vu san dan, dugc sir dung trong cac bude nhu oxy
xudt chip ban dan hoa, quang khéc, an mon, lang dong, cay ion,
lam sach,... va ddng goi.

Khéi vat liéu kim loai bang nh6m, titan,
ddng hodc hop kim duge str dung lam “bia”
trong hé théng léng dong PVD (Physical
Vapor Deposition) thong qua phuong phap

8 | Bia phun xa (Sputtering targets)




2

l phtn xa. Khi bi chum ion/birc xa bén vao,
vt liéu tlr bia s& bi bat ra va bam 1én bé mat
wafer hogc dé, tao thanh mang mong kim
loai/hgp kim gitip két néi va dan dién

Khung dan (leadframes)

Dung dé nang d va ¢b dinh chip ban dan, tao
két ndi dién gitra chip va bang mach; glup tan
nhiét va bao vé co hoc cho chip ban din

10

Dé mach déng goi (substrates)

T4m nén cach dién (thuong lam tir vat liéu
polymer hodc composite) dung dé gin cd
dinh chip ban dan, tao dudng két nodi dién
gitra chip va bang mach in (PCB), ddng thoi
hd trg tan nhiét va bao vé co hoc cho chip
trong qua trinh dong go6i va van hanh

11

Vit liéu dong géi chip ban dan

Céc vat liéu cach dién va din nhiét tdt (gém,
polymer,...) dung lam vo déng g6i chip ban
dan, gitp bao vé, dam bao két ndi dién én
dinh va tan nhiét hiéu qua

12

Day két nbi (bonding wires)

Soi kim loai si€u manh dé két noi dién gitra
chip ban dan va cac chin dau ra

13

\{ﬁt liéu ge"m wafer, die, chip ban
dan

Vit ligu két dinh chuyén dung (keo, bang
cat mang dinh mong,...) dugc sir dung dé
gin wafer, die (chip ban din don 1¢ chua
dugc déng gobi, duge cit ra tir wafer, chira
mach tich hgp hoan chinh), chip ban dan 1én
dé/khung

14

G6m k¥ thut

Gém chuyén dung, c6 d§ cimg cao, cich
dién va chéng mai mon t6t, duoc ding dé
che tao cac bd phan nhu diu kep robot, chi
tiét cach dién va cac linh kién can do bén co
hoc cao trong céc thiét bi ban dan
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B. Danh muc thiét bi, may mdc, cong cu cho cong nghiép ban dan dwoc
khuyén khich diu tw phit trién

STT

Nhém thiét bi, may méc, cong
cu

I

Thiét ké

Khéi thiét ké/khdi chirc nang
thiét ké chip ban dan (IP Cores)

Lacac kh01 thlet ké/khdi chirc ning da duoc
phat trién sin, c6 thé tai st dung, mé-dun
hoa va cho phép cac td chirc khéc c6 thé st
dung dé thiét ké chip ban dén

Coéng cu thiét ké chip ban dén
(Electronic Design Automation
— EDA tools)

Cong cu phén mém chuyén dung dugc su
dung d¢ thiet ke, mo phong, kiém tra va toi
uu hoa céc thiét ké chip ban dan

Bo quy ,téc thiét ké theo cong
ngh¢ ché tao chip cua nha méy
sdn xuat chip ban dan (PDKs)

Labg cac quy tac, dit liéu va mo hinh do nha
may san xuat chip ban dan cung cip dé cac
cong ty thiét ké chip dé bao dam tinh tuong
thich va kha nang san xuat cia ban thiét ké
phu hop véi cong nghé cua nha may

Céc thiét bi, h¢ thong dung dé
danh gia ban thict ke chip ban
dan va IP Cores

La céc thiét bi, h¢ thong ding dé mé phong,
kiém tra, ddnh gi4 c4c ban thiét ké chip ban
dan va IP Cores

II

Sén xuat va dong géi, kiém thir chip ban din

Lo ting trudng don tinh thé
(Crystal growing furnaces)

Thiét bi dung dé tao ra cac phoi don tinh thé
tr silicon, silicon carbide (SiC), gallium
arsenide (GaAs), gallium nitride (GaN),
hodc Indium Phosphide (InP), ...

Thiét bj gia cong don tinh thé
(Crystal machining equipments)

Thiét bi cat 1at, mai, ra phang, danh béng. ..
cac phoi don tinh thé dé tao thanh cac tim
wafer dat chuin vé do day, do phing va do
nhin bé mit

Thiét bi cdy ion (Ion implanters)

Thiét bj duoc sir dung dé thAm thu céc “chit

| pha tap (dopants)” vao tam silicon dé thay

d6i dac tinh vé& dién (lon 'héa) & cac vung
khac nhau mét cach cé kiém soat nhim tao
ra cac thanh phan cua chip ban dan

Thiét bi quang khic
(Photolithography equipments)

Thiét bi chuyén dung trong san xuét chip ban
din théng qua viéc chiéu 4anh séang
(UV/DUV/EUV/...) qua hé théng thiu kinh
chinh x4c cao dé tao ra cac chi tiét trén bé
mit phién silicon ¢6 kich thuéc va hinh dang
gibng nhu thiét ké

Thiét bi ling dong mang méng
(Deposition equipments)

Thiét bi duo'q su dung dé pht mdt 16p vét
liéu mong (bang cac cong nghé nhu MBE
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(Molecular Beam Epitaxy), ALD (Atomic
Layer Deposition), CVD (Chemical Vapor
Deposition), PVD  (Physical Vapor
Deposition),...) ¢é dd chinh xac cao 1én bé
mit ciia wafer nhim tao cac 16p céch dién
hodc 16p din dién dé xdy dung cac cAu tric
trong chip ban dan

10

Thiét bi  khic

equipments)

(Etching

Thiét bi thuc hién qua trinh loai b6 16p can
quang d¢ hién ra céu tric theo thiét ké. Qua
trinh khéc dugc thuc hién bing khi/plasma
(khac kho - dry etch) hodc hoa chat long
(khic uét - wet etch)

11

Thiét bi lam sach tAm wafer
(Wafer cleaning equipments)

Thiét bi c6 chirc nang loai bo bui ban, tap
chit va cdc mang du thira (photoresist,
polymer, oxide khong mong muén...) trén
bé mit wafer sau cac budc xu Iy

12

Thiét bi xir Iy 16p can quang
(Resist processing equipments)

Thiét bi dugc sir dung dé phu, hién va siy/a
16p can quang (photoresist) trén bé mit
wafer truéc va sau budc quang khic
(photolithography), dam bao 16p can quang
c6 do day, do ddng déu va dic tinh hoa hoc
on dinh, giup hinh anh chiéu qua mat na
quang dugc truyén chinh xac xudng wafer

1]

Thiét bi lién két va can chinh
wafer (Wafer bonders and
aligners)

Thiét bi ding dé lién két hai hodc nhiéu tim
wafer lai v6i nhau, dé tao nén cac céu trac
xep chdng (stacked structures) - gin vinh
vién; hodc dé hd trg cac cong doan nhu lam
mong, Xu ly, can chinh... - gdn tam thoi voi
wafer do

14

Heé théng xir Iy vat lidu tu dong
(Automated material handling
systems)

He¢ théng bao gém céc thiét bi van chuyén
wafer, photomask va cac cassette/FOUP
gilta cac bude/ cong doan mét cach tu dong,
nhim giam bui ban va ting ning suét

15

Thiét bi giam sit quy trinh
(Process monitoring
equipments)

Th1et,b1 dugc str dung dé do ludng, theo dai
va kiém soat cac tham so di€n - vét ly trong
sudt qua trinh san xuat chip ban dan

16

Thiét bj cdt tach khuén (Dicing
equipments)

Thiét bi sur dung ludi cua kim cuong hodc
laser dé cit wafer di hoan thién mach thanh
ting die riéng 1€ véi do chinh xdc cao

17

Thiét bi lip rap tich hop
(Integrated assembly
equipments)

Hé théng dong goi tich hop nhiéu cong doz,’m
trong mot ddy chuyén lién mach, vi du: gén

chip (die attach), gan day (wire bonding),
dic dd khudn (molding), cit tach, kiém tra
so bo...
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18

Thiét bi kiém thir (Testing
equipments)

Hé théng cac thiét bi bao gdm thiét bi kiém
thir wafer (wafer sort), kiém thir sau dong
g0i (final test) ciing céc b nap - khay - dau
do, dung dé do ludng chirc ning, hiéu ning,
do tin cdy va sang loc 16i cua chip trude khi
Xuit xudng
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